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1.1 范围

本文件描述了可从印制板外部或内部观察到的目标、可接受和不符合条件。它给出了在各种印制板规

范，即IPC-6010系列文件、J-STD-003等文件中描述的最低要求的图示说明。

1.2 ⽬的

本文件中的目检示意图描述了现有IPC规范要求的具体准则。为了适当地运用和使用本文件内容，印制板
应该符合适用的IPC-2220系列文件的设计要求和适用的IPC-6010系列文件的性能要求。在印制线路板不符
合这些要求或等效要求的情况下，验收准则应该由供需双方协商确定（AABUS）。

1.3 本⽂件的使⽤⽅法

本文件中的有关特性可分为两大类：

•外部可观察特性（第2章）

•内部可观察特性（第3章）

“外部可观察特性”是指那些可在或可从板外表面观察到并进行评定的特征或缺陷。在某些情况下，例

如空洞或起泡，其实际状况是一种内部现象，但可从外部进行检查。

“内部可观察特性”是指那些需要对试样进行显微剖切采用其他方法处理才能检查和评定的特征或缺

陷。在某些情况下，这些特征可从外部观察到，但仍需要进行显微剖切，以确定其是否符合可接受性要

求。

为了有效地进行检查，在评定过程中应该保证试样有足够照明，即除试样本身引起的阴影外，照明不应

该在所观察的区域产生阴影。建议采用偏振光和/或暗场照明，防止在检验强反射材料的过程中受反光的

影响。

本文件中的示意图描述了与每页主标题和副标题有关的具体准则，并以文字简述了每级产品的可接受条

件和不符合条件（见1.4节）。目检质量验收准则旨在为评定可见异常情况提供适当的工具。每一种情况下
的示意图和照片与具体的要求有关。本文件描述的各种特征可通过目视观察和/或可通过目视观察测量的

特征进行评定。

本文件再加上适当的用户要求，应该足以为质量保证及制造人员提供有效的目检准则。

本文件不可能覆盖印制板行业遇到的所有可靠性问题，因此，凡本文件没有提到的特性应当由供需双方

协商确定（AABUS）。本文件的价值在于可将其作为基础文件，为了使之适合于某些具体的应用，可以
对其进行补充、免除和变更修改。

当作出接受和/或拒收决定时，必须了解并遵守文件的优先顺序。

本文件可作为观察产品如何因工艺波动而导致其质量可能偏离的一种工具。参见IPC-9191。

IPC-A-600为理解和解释采用自动检测技术（AIT）检测出的结果提供了有效的工具。自动检测技术（AIT）
可用于评定本文件图示的许多尺寸特性。

1.4 产品分级

本文件认可电气和电子产品的级别由其预期的最终用途决定。根据生产性、复杂性、功能性能要求及验

证（检验/测试）频次将印制板分为三个通用级别。应该认识到不同级别的产品之间可能会重叠。

制程警示类瑕疵是允许的，可交付使用。
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